附件2
智能器件、先进半导体芯片及应用软件专项2018年度项目申报指南

根据《中共宁波市委、宁波市人民政府关于进一步强化科技创新推进国家创新型城市建设的意见》（甬党发〔2017〕3号）、《宁波市人民政府关于宁波市推进“中国制造2025”试点示范城市建设的若干意见》（甬政发〔2017〕12号）等文件精神，为深入实施创新驱动发展战略，加快推进“中国制造2025”试点示范城市建设，全面实施“科技争投”三年攻坚行动计划，为全市经济高质量发展提供强大科技支撑，宁波市科技局组织相关专家制定了“智能器件、先进半导体芯片及应用软件专项”重大专项实施方案。根据专项实施方案安排，现提出2018年度项目申报指南。
本专项总体目标：通过对一批关键共性、前瞻性、颠覆性技术进行攻关，实现在新型战略性电子器件、系统与应用端的重大突破，形成器件、芯片、软件上下游联动的完整产业链，从而实现在家电、汽车、移动互联等多个终端领域的示范应用，支撑宁波传统产业提升转型向高质量发展。
[bookmark: _GoBack]本专项围绕智能芯片与软件、智能信息及先进半导体部分领域的重点突破，引导产学研开展协同创新，实现关键器件制造及产业化示范应用，为宁波“中国制造2025”示范城市提供强有力的支撑。2018年度拟发布15个任务方向（25项课题），执行期一般不超过3年，特殊情况可放宽至5年。
[bookmark: _Toc502738218]一、产业化示范项目
（一）智能芯片与软件
1、物端智能芯片与物端操作系统的研发及产业化
课题1：超高能效物端智能芯片研发课题
研究内容：基于开放指令系统RISC-V研发面向物端的通用低功耗处理器体系结构，重点研究处理器核心的模板化设计方法，动态可重构的微体系结构，专用扩展指令的生成方法，处理器与加速器/协处理器的接口和数据共享方法，为物端应用需求提供开放、可快速定制的处理器核心设计技术；研究在资源受限情况下的物端深度学习处理架构。从计算部件、访存结构、稀疏化处理到模型优化等方面展开系统性研究，满足物端对低功耗、低延迟的识别、分类等智能应用场景需求。
考核指标：基于RV32GC指令集的处理器核心IP，采用40纳米工艺MPW流片评估，工作频率不低于600MHz，性能高于1.5DMIPS/MHz，峰值功耗小于100毫瓦，支持至少三种低功耗工作状态，支持与加速器之间高速一致性数据交换接口，支持虚拟存储，可启动Linux内核，支持处理器外部调试；不少于100个样片，包含至少一个RISC-V处理器核心和一个深度学习处理核心，支持模块级功耗和时钟门控，实测峰值功耗不超过400毫瓦。发表论文5篇，申请发明专利不少于5件，其中PCT专利不少于3件；引进/培养高级工程技术人员10名，博士研究生5名。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过1000万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：林谷、夏银水、龚迪军）

课题2：超小尺寸物端整机系统架构研究应用
研究内容：研究集成物端深度学习芯片、存储、通信能力的全功能整机设计方法，研究可插拔式或表贴式的标准整机体系结构，重点突破在无连接器的情况下，稳定高速传输板间信号的技术难题，达到即插即用的效果，探索板级信号的数据包路由方法，信号压缩和实时还原方法，研究通过串行总线或者短距离无线传输实现信号高速传输的物理层机制，研究板级可靠加固方法。
考核指标：物端整机尺寸不超过40Ｘ40毫米，集成物端实时深度学习处理器，内存不少于512MB，闪存不少于1GB，通信方式为WiFi、蓝牙或者窄带广域网；整机的可扩展IO引脚数目不低于50个，支持视频、声音输入，支持不少于5种传感器。超微整机样机与宁波当地产业结合，不少于三类应用产品示范。发表论文3篇，申请发明专利不少于3件，其中PCT专利不少于1件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过700万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：林谷、夏银水、龚迪军）

2、人机物融合智能超脑系统产业化及应用
课题1:人机物融合智能超脑系统架构设计与建设课题
研究内容：针对智能产品与智能制造中“物-云”端智能协同应用的需求，研究跨“物-云”端AI系统的分割处理架构、物端运行计算轻量级低精度模型、云端运行计算密集型高精度模型的融合数据处理架构；研究利用物端设备减小延时、提升安全性并实现智能化的数据记忆技术；基于CPU、GPU、FPGA等多类型深度学习硬件平台，建设轻量级软件栈结构的人机物融合软件开发平台。
考核指标：跨“物-云”端智能交互时延<0.1秒；支持不少于10类人机物融合智能处理，应涵盖图像识别、语音识别、自然语言理解等领域；不少于1000种人机物融合智能基础算法训练库；不少于千万量级人机物融合智能基础数据与标准训练数据集；完成不少于3类完整产品的示范应用；发表论文3篇，申请发明专利不少于5件，其中PCT专利不少于2件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过1000万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：凌晓峰、肖江剑、潘意杰）

课题2:人机物融合智能图像识别算法集成与服务课题
研究内容：重点突破复杂环境下的人脸识别技术；研究基于视觉的三维智能交互方式（手势，手语，空中手写等）的关键技术与建模方法；研究模拟人脑对文字的识别功能，建立一般性的文字识别实用技术；研究与集成图像识别、文字识别、人脸识别、基于视觉的三维智能交互等多种人机物融合智能基础算法训练库、智能基础数据与标准训练数据集，为行业提供开放数据接口与服务。
考核指标：常用汉字与符号的识别类别不低于4000类，手写体与印刷体文字的识别，识别率不低于94%；支持对视频中叠加文字以及场景文字的识别，叠加文字识别准确率不低于97%，场景文字识别准确率不低于88%；支持基于视觉的三维智能交互方式，识别正确率不低于97%；不少于1000种人机物融合智能图像识别算法基础算法训练库；不少于千万量级人机物融合智能图像识别算法基础数据与标准训练数据集；具备开放的接口，为不少于100家企业提供服务支撑；发表论文3篇，申请发明专利不少于5件，其中PCT专利不少于2件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过700万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：凌晓峰、肖江剑、潘意杰）

3、工业级智能硬件设备的研发与产业化
课题1:基于工业物联网的数据高速采集及分析中间件研制
研究内容：研究面向工业物联网的设备数据标准化与数据源的接口统一；研究基于工业物联网的轻量级高性能协议技术；研究基于工业物联网跨层优化技术；研究基于深度学习机器视觉的高速数据采集与分析的算法研究；研制设备端数据高速并发采集、快速数据分析的中间件。
考核指标：提供在KB级存储空间条件下，python，lua，js至少一种轻量级脚本语言解释器；接口协议支持主流工业接口协议大于5种，对实时性要求高的数据同步精度小于100μs；并发数大于1万，每秒采集分析条数大于10万条（总数据量大于200Mbps）；发表论文3篇，申请发明专利不少于5件，其中PCT专利不少于1件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过500万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：梁丰、林谷、宋伟杰）

课题2:基于边缘计算体系架构的工业级智能硬件研发
研究内容：解决装备智能化多维、异构、高安全的应用难点，研究对智能工厂各种设备的工作状态、工艺参数、执行动作、能耗等数据采集、分析、处理，对各种设备的控制中枢和传感系统的通讯协议进行研究，形成工业物联网设备智能互联、边缘计算、智能传输控制设计方法；研究智能工厂数据接入云平台及管理软件的通用性互连互通技术;研制出智能传输控制的业务毫秒级延时的边缘计算体系架构的终端硬件设备，实现对各种设备工作状态、执行动作，语音化信息集成等功能。
考核指标：支持丰富多样的通讯方式，如LAN、2G、3G、4G NB-IOT、WiFi、Lora、eLTE等，无线通讯实现100m距离内不小于10kHz的速率；异构数据融合效率>10000条/秒，响应时间<5毫秒；额定功率<2瓦，具备标准API接口，支持与第三方系统如ERP、MES进行数据交换，特定数据如设备状态、产量、故障告警等信息支持主动推送；针对数据传输需求完成标准UDP协议和数据字典发布，可兼容不少于4种设备平台；发布基于WEBSERVICE的数据接口协议，可兼容不少于1个管理软件；项目执行期内推广应用不少于10万套，在不少于5个行业制造企业得到应用；发表论文2篇，申请发明专利不少于4件，其中PCT专利不少于1件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过500万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：梁丰、林谷、宋伟杰）

[bookmark: _Hlk512411797]（二）智能信息
4、先进“力、磁”传感元件及算法在智能信息系统上应用
课题1:高性能应力和磁传感芯片研发课题
研究内容：针对低功耗智能称重硬件的需求，优化应变计材料、结构、工艺，提高应变计的阻抗，并研发相应的装备；针对高温称重硬件的需求，进行耐高温应变计材料、工艺、装备研发；针对智能制造核心检测、控制元器件对高精度磁场探测的需求，开发基于磁电阻效应的高精度磁场传感器在智能制造设备中实现应用。
考核指标：高阻抗应变计阻抗达3kΩ以上，高温应变计耐温达200℃；磁传感器的探测精度优于1nT，耐高温200℃；发表SCI论文5篇以上，申请发明专利不少于8件，其中PCT专利不少于2件，项目执行期内实现1000片以上年产能。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过600万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：汪志明、张辉、王骥）

课题2:基于NB-IoT物联网车联网的智能物流信息平台课题
研究内容：研制货物实时信息感知装置、物流运送车联网系统，建立NB-IoT、RoLa、GPS/GPRS系统的综合数据接口模块，保证终端数据实时传输到云平台。实现一个高度信息化的物流运输管理系统；基于物联网的运输车辆实时监测管理系统，结合物联网技术和车辆实时环境感知模型，尤其实现危化品车辆实时运行状态的预警与管理。
考核指标：建立国内首个NB-IoT物联网车联网的智能物流信息平台，货物3D感知精度不低于10mm；货物称重精度不低于1kg（小件货物不低于0.1kg）；发表SCI论文3篇，申请发明专利不少于4件；项目执行期内实现信息平台的推广示范。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过800万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：尚杰、宋云峰、王骥）

5、智能激光测量传感器开发与应用
课题1:智能化非接触式光电传感器的产业化示范
研究内容：微弱光子信号条件下的激光干涉与光电探测技术，提升系统探测能力；研究高精度超快数字解码与跟踪滤波技术，实现动态干涉信号的快速跟踪和高精度解调；研究开发智能动态分析算法，建立开放性软件平台，具备自主判断与反馈控制能力；研究旨在有限的空间内解决系统的散热，抗振，抗电磁干扰等问题，实现传感器的精细化和小型化。
考核指标：开发新一代小型化、低成本、可批量化生产的系列智能传感产品，智能化非接触式光电传感器：频率范围5Hz—3MHz，最大测量速度24.5m/s，速度分辨率优于0.02μm/s，位移分辨率优于0.2nm；发表论文2篇，申请发明专利不少于4件，其中PCT专利不少于2件；项目执行期内实现100台年产能。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过900万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：姚玉明、尚杰、汪志明）

课题2:基于激光技术的高频微器件振动测量技术产业化
研究内容：针对于微机电系统（MEMS）动态测试、新材料的谐振频率研究、生物、医学、计算机外设的动态测试、压电陶瓷振动测量等领域微振动测量的要求，通过激光外差干涉技术、高精度信号解调技术、核心振动分析算法、振动模态分析等保证产品出色的频率和相位响应，可准确对各种微小物体振动、位移、速度及加速度等物理量进行实时测量，满足高精度、高速测量同时还可进行振动模态分析且弥补接触式测量的缺陷。
考核指标：激光高频微器件振动测量设备，频率范围10Hz—5MHz，最大测量速度10m/s，速度分辨率优于0.03μm/s，位移分辨率小于0.01nm，共焦物镜实现5X、10X、20X倍率放大，采用目镜PLN10X18实现10倍放大且视度可调。发表论文1篇，申请发明专利不少于5件，其中PCT专利不少于2件；项目执行期内实现300台年产能。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过800万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：陈斌、姚玉明、尚杰）

课题3:智能化激光散斑深度感知与位移传感器产业化示范
研究内容：投射固定图形红外激光散斑技术，开发深度感知芯片生成深度图信息；研究开发智能化动态感知算法；构建开放性软件平台，研究深度感知在AR/VR的手势操控，无人机/机器人的测距与壁障及3D的扫描与建模。
考核指标：实现Pattern点数量达到5000+，接收Sensor分辨率720P，测距精度：<1%，帧率为30fps。发表论文1篇，申请发明专利不少于3件，其中PCT专利不少于2件；项目执行期内实现300台年产能。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过800万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：姚玉明、刘宜伟、施长城）

（三）先进半导体
6、新一代固态紫外光源关键技术及杀菌应用
课题1:固态紫外光源高Al组分氮化物薄膜的外延及产业化
研究内容：研究大失配、强极化体系下AlN、AlGaN等外延薄膜缺陷和极性调控机理；研究阱垒厚度、组分、掺杂对于量子效率的影响；面向材料外延开展外延生长动力学、缺陷运动、载流子输运、应变调控的理论分析。
考核指标：英寸蓝宝石基AlN及高铝组分AlGaN外延薄膜XRD摇摆曲线002半峰宽<250弧秒，102半峰宽<450弧秒；2微米以上薄膜无裂纹；高铝组分AlGaN电子浓度>5×1018cm-3，空穴浓度>5×1017cm-3，表面粗糙度≤0.3nm；发表论文5篇，申请发明专利不少于4件，其中PCT专利不少于2件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过900万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：吴守杰、盛况、陈智勇）

课题2:固态紫外光源封装测试关键技术及发光管理研究
研究内容：研究大功率高密度封装的深紫外光电器件的热管理方法，研究高导热率陶瓷基板作为LED器件的基座的散热性能；研究深紫外LED矩阵模组及光学透镜设计，研究共晶封装技术及对提升紫外LED封装稳定性的影响。
考核指标：紫外LED光子提取效率>30%，1500h老化后光功率衰减不高于15%，UV-LED芯片封装产能达到2000万元。申请发明专利不少于2件；引进/培养副高级人才2人，引进/培养省部级人才1至2人。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过1000万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：吴守杰、盛况、陈智勇）

7、SiC材料、器件及其在汽车功率控制芯片、充电设备中的应用示范
课题1:汽车用IGBT芯片和模块开发及示范应用
研究内容：研究600-1200V大电流IGBT芯片和高可靠性、高功率密度的封装技术；研究汽车大电流IGBT的Trench和Field-stop芯片技术；研究IGBT芯片应用失效和可靠性问题；研究高效散热的封装技术；开发汽车用IGBT芯片和模块及其可靠性及测试方法；针对汽车功率控制单元应用，研发低感、低热阻无源器件，高集成度的功率组件和高功率密度电机控制器。
考核指标：汽车用IGBT芯片和模块在新能源汽车上形成初步规模的示范，占有率超过5%，与进口产品相比替代率大于5%，项目执行期内实现2亿元产值；申请发明专利不少于5件，其中PCT专利不少于2件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过700万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：叶继春、吴守杰、张韵）

课题2:SiC芯片制备关键科学问题课题
研究内容：SiC外延生长工艺及机理研究，尤其是应力、位错密度、空位缺陷与工艺参数的关系；研究SiC MOSFET、SBD等器件设计仿真和制备技术；研究高温SiC MOSFET芯片的载流子分布动态变化规律，电流密度增强及高可靠性栅介质形成技术。
考核指标：SiC单晶生长实现零微管，开发成功SiC全桥功率模块；电力电子模块电流≥400A，电压≥1200V，发表论文5篇，申请发明专利不少于3件，其中PCT专利不少于1件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过800万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：叶继春、吴守杰、张韵）

二、技术攻关项目
（一）智能芯片与软件
1、“物-云”端智能交互接口关键技术产业化
研究内容：重点攻克海量人机联网终端可靠链接、响应及时、安全隐私等技术难题，解决“物-云”端智能软硬件协同，跨“物-云”端AI系统的分割协同融合处理等问题；研究物端智能家电产品通过多种通讯方式实现“云-物”端智能互联的机制；研究探索异构物联网间云端互联控制、信息共享；研究移动端、WEB端轻应用快速生成方法，发展开放完善的标准SDK、API接口在SaaS、PaaS层应用技术；研究开发者自定义设备数据流类型及模板应用。
考核指标：提出“物-云”端智能互联的开放系统架构；通讯接入方式≥10种；标准SDK涵盖嵌入式、iOS、Android等至少5种开发语言；提供平台开放API接口不少于100种；发表论文2篇，申请发明专利不少于4件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过700万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：李明、宋伟杰、罗郁梅）

2、面向优势行业的智能工厂云服务系统
课题1：面向工业物联网轻量级操作系统开发
研究内容：研究面向工业物联网的轻量级操作系统的内核裁剪技术；基于工业物联网的可定制实时性操作系统的研制；基于工业物联网的数据高速采集及分析中间件研制。
考核指标：包括实时多任务内核、轻量级协议栈、通讯协议栈、设备驱动、内存管理等功能；轻量级操作系统运行时，内核和协议栈系统资源占用不超过1MB；发表论文2篇，申请发明专利不少于4件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过400万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：夏银水、肖江剑、张磊）

课题2：基于工业物联网的智能工厂生产全要素管理关键技术
研究内容：对各种设备通讯协议进行研究，实现协议转换和通讯；研究各种无线通讯技术以及以太网有线相融合通讯技术；研究设备的云平台接入、互连互通技术；研究大数据分析技术，实现工业物联网在智能工厂生产全要素的管理。
考核指标：主流通讯接入方式≥8种；平台设备接入量>10万台；工厂与云服务系统之间数据传输时延≤0.01s;平台接入企业300家以上；数据可视化报表≥15种；实现企业设备、产线、业务上云，产品生产周期缩短50%；发表论文2篇，申请发明专利不少于4件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过400万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：夏银水、梁丰、张磊）

3、智适应智能教育平台关键技术研究
研究内容：围绕智慧教育应用需求，采用云计算、大数据、深度学习、人工智能等新一代信息技术，面向校内教育核心痛点，研究开发基于绿色电子墨水屏技术的智慧电子作业系统；电子墨水屏书写技术的深度优化算法，支撑学生笔迹等学习源数据的实时准确采集；适用于复杂异构网络与密集无线接入的分布式教育云服务架构，针对多种学习环境提供不间断稳定服务;多维学情特征的稀疏表示与深度学习相结合的智能建模方法，为学生和班级建立完整学情画像，精准量化分析学情动态并匹配最有效的学习路径。
考核指标：可长期稳定用于日常教学重度作业的电子墨水屏作业系统，墨水屏书写延迟40ms以内，笔迹采集精度99%以上，无损压缩比10:1以上，作业翻页延迟1s以内，习题排版与纸质教辅相同，可全屏任意书写；云端支持每班60人同时稳定在线，支持学生在家、在校、离线情况下正常使用，联网收发作业平均延迟5s以内；题库涵盖初高中的主要学科，题目总量300万道以上，完成知识点梳理与标注；申请发明专利不少于5件，项目执行期内在宁波知名初高中完成推广示范。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过600万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：李明、宋伟杰、罗郁梅）

（二）智能信息
4、温度、湿度、振动多传感融合的无线智能传感器开发
研究内容：开发出低功耗、远距离无线传输，具有边缘计算能力的无线智能传感器关键技术及产业化应用。解决多参量MEMS芯片微型化集成、低功耗算法核心问题，突破低功耗、远距离无线通信模块技术和自主可控边缘计算技术，研究异构网络环境安全可控的无缝连接通讯协议和在设备监测、农业等领域的示范应用，以及低功耗、无线传输等关键共性技术在其它传感器类型的应用。
考核指标：温度测量分辨率0.1℃；湿度测量分辨率0.1%RH，湿度测量精度<1%RH；振动测量分辨率0.1Hz，振动测量精度1Hz；待机功率<1mW;无线传输距离>10km，传输速率>150kbps;密封防护等级IP67，自带电池待机时间>3年；申请发明专利不少于4件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过800万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：王骥、张辉、白瑞斌）

5、基于声波谐振器的物联网智能传感器模块开发与制造
研究内容：开发和制造用于无线通信（包括WiFi、BT、ZigBee、Rola和NB-IoT等模式）的石英晶体谐振器；开发超高频和微波两种RF感知模块，适用于远距离（3~10米），甚至几十米的范围信号识别和传输。
考核指标：石英晶体谐振器频率范围：18~50MHz；室温频率漂移：<±7ppm；温度频率稳定性（25℃归零）：±12ppm；频率老化：±2ppm/5years；耐冲击：自由跌落150cm，水泥地板3次，频率改变小于4ppm；工作频率：433MHz（超高频），2.45GHz（微波）两种；在物联网感知组件市场份额占到10%以上；申请发明专利不少于4件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过800万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：罗郁梅、张辉、陈斌）

（三）先进半导体
6、高性能Si基GaN HEMT功率器件和移动电源中应用
课题1：基于GaN HEMT器件的GaN外延生长、器件设计及工作特性机理研究
研究内容：研究6英寸硅基GaN材料外延生长技术。探索材料性质和器件结构与器件内电场分布、载流子输运、以及热场分布的内在关联；设计和制造GaN HEMT器件，研究HEMT器件动态电阻、栅极稳定性等关键技术和欧姆接触电阻降低的工艺方法；开展GaN肖特基二极管的肖特基金属沉积工艺研究。
考核指标：HEMT欧姆接触电阻率<10-7Ohm·cm，器件击穿电压大于600V，器件良率>95%，栅驱动芯片具备输出电压钳位、抑制dV/dt和寄生噪声、以及上拉输出和下拉输出分离功能，隔离电压100V，充放电能力1.2A/5A，输出延迟典型值28ns。发表论文3篇，申请发明专利不少于5件，其中PCT专利不少于2件。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过800万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：张韵、叶继春、杨为佑）

课题2：GaN功率器件及模组的先进封装材料及工艺技术研究课题
研究内容：GaN HEMT器件单芯片、多芯片的均流和高密度封装集成技术，开展GaN HEMT及模组先进封装如Fan-out封装工艺评估验证，包括溅射工艺评估，细线宽RDL工艺评估，细线宽RDL电化学沉积工艺评估，超薄晶圆级封装技术评估，翘曲工艺改善评估等；开展GaN HEMT及模组Fan-out封装中使用的材料评估以及验证；开发高效率高稳定性的先进电源管理产品，研究产品的充放电可靠性及高温、高频表现。
考核指标：与传统硅基模组相比，新型HEMT模组的体积减小50%，重量降低50%，发表相关论文2篇，申请发明专利不少于4件，其中PCT专利不少于2件。项目执行期内，实现超过1000万颗GaN功率器件芯片制造以及大于300万套GaN功率器件的应用，产值超过1000万元。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过700万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：张韵、叶继春、杨为佑）

7、高功率车灯用LED芯片共晶技术及新型荧光粉涂覆技术课题
研究内容：研究LED芯片共晶技术，研究LED芯片与基板的结合强度和温度分布，探索提升车灯光源器件的可靠性途径；研究新型荧光粉涂覆技术，研究荧光粉涂覆方式对不同产品光效、可靠性的影响；通过实验模拟和光学模拟对不同产品的荧光胶配比进行优化；研究LED车灯在不同工作温湿度、激烈震动等环境下的驱动电流、散热、配光核心技术问题。
考核指标：发光效率≥160lm/W（色温4000K-6500K）；显色指数≥70；色容差≤3SDCM（色温：6500K时）；光衰≤20%。申请发明专利不少于4件；项目执行期内实现销售收入2000万元。
有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过800万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：程志渊、盛况、任奉波）

三、前沿攻关技术
1、柔性可拉伸传感材料与传感器
研究内容：针对可穿戴、智慧医疗等智能设备对柔性可拉伸传感器以及电路的需求，开展柔性可拉伸导电材料的制备技术研究，设计和研发柔性可拉伸导线、电极、以及可拉伸电阻和电容等基本电路元器件；基于自主知识产权的可拉伸敏感材料，设计和研发适于可穿戴设备使用的新型可拉伸传感器件，包括柔性可拉伸应力/压力等；开发基于可拉伸传感技术的人机交互、运动健康等可穿戴设备。
考核指标：研发出4-5种具有自主知识产权的柔性可拉伸磁电传感材料和传感器，获得具有无线收发功能的柔性电路；可拉伸导体的电导率优于1500S/cm，最大拉伸范围大于800%，可拉伸应力传感器的探测精度优于0.05%，探测范围大于100%，柔性压力传感器的探测极限小于10µN（0.5Pa），且柔性压力传感器具有人体兼容的脉冲输出功能，实现柔性/可拉伸传感器在人机交互、运动健康等领域的示范性应用。申请发明专利不少于10件，其中PCT专利不少于2件。
有关说明：企业、科研院所均可牵头申报，财政补助原则上不超过500万元，且不超过项目科技投入的50%。（指南编写专家：姚玉明、王骥、汪志明）
2
